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“十五五”科技基建浪潮下的光模块行业研究： 

赋能新质生产力，筑牢国家算力基础设施底座  

文/王洋 

摘要 

在“十五五”国家科技基建战略驱动下，光模块正从通信配套器件跃升为支撑新质

生产力与 AI 算力时代的核心“底座”。AI 算力爆发与“东数西算”工程双轮驱动，推动

800G/1.6T 高速光模块需求结构性增长；中国厂商虽已主导全球中游制造，但上游高端

光芯片、核心材料等“卡脖子”环节仍受制于海外垄断，国产替代加速但面临性能与成

本挑战。行业竞争格局亦由价格战转向以技术壁垒、垂直整合与头部生态绑定为核心的

高维博弈。展望“十五五”，我国将通过重大专项攻关、全链协同创新与标准引领，推动

光模块产业实现从“制造大国”向“系统引领、全球主导”的跃迁，筑牢安全可控的国

家算力基础设施底座。 

正文 

一、光模块成为“新质生产力”的“底座” 

光模块是支撑数字经济和新质生产力的关键硬件，随着“十五五”将算力基础设施

提升至国家战略高度，光模块正从通信配套器件跃升为算力时代的核心“底座”，迎来

技术升级与国产替代的双重历史性机遇。 

光模块是一种用于光电转换和电光转换的核心器件，广泛应用于光纤通信系统、数

据中心、5G 网络、企业网等场景中。其主要作用是将电信号转换为光信号（发送端），

或将光信号转换为电信号（接收端），从而实现高速数据在光纤中的传输。《2024 年国务

院政府工作报告》明确提出要加快发展“新质生产力”。而“新质生产力”的关键在于

“赋能”——即通过先进技术激活产业升级与效率跃升。在这一背景下，光模块作为数

字经济中基础性的“能量转换器”与高速信息传输载体，正日益成为支撑新质生产力的

重要“底座”。 

2025 年 1 月，国家发改委和工信部等部门联合发布《国家数据基础设施建设指引》，

把“400G/800G 高速全光连接”写入国家数据基础设施的骨干标准，要求“国家枢纽节

点与需求地之间全面采用 400G/800G 高带宽全光连接”，首次将光模块速率指标上升为

国家算力网络的硬约束，明确提出“引导电信运营商等提升公共传输通道效能”，为高

速光模块的技术迭代和规模部署提供政策依据，加速光通信产业链国产化进程。在国家
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“十五五”规划（2026–2030 年）的前期部署中，“算力基础设施”被明确提升至与 5G、

高速铁路、特高压等传统重大基建并列的战略高度。此外在《中共中央关于制定国民经

济和社会发展第十五个五年规划的建议》的“构建现代化基础设施体系”内容中，提出

适度超前布局新基建，系统推进信息通信网络、全国一体化算力网及重大科技设施的高

效建设与集约利用，同步推动传统基础设施的更新与数字化改造，这一转变标志着我国

正从“连接时代”迈向“算力时代”。而作为支撑 AI 大模型训练、超大规模数据中心互

联和东数西算工程的核心硬件，光模块正迎来历史性发展机遇。 

二、需求侧：AI算力爆发引爆高速光模块市场 

光模块的需求情况呈现出由 AI 算力驱动的结构性爆发，整体需求旺盛且持续超预

期，但需求结构已从 800G 向更高速率的 1.6T 产品快速演进。 

全球 AI 浪潮催生结构性需求。自 2023 年以来，以 ChatGPT 为代表的大模型掀起全

球 AI 军备竞赛，英伟达、Meta、微软、谷歌、亚马逊等科技巨头持续加码 AI 基础设施

投入，根据 Lightcounting 预测，光模块的全球市场规模 2029 年有望突破 370 亿美元。

随着全球范围内对数据存储和处理能力的需求持续增长，尤其是 AI、云计算以及大数据

分析等领域的快速发展，数据中心建设正在加速，直接推动了对高速率光模块需求。据

LightCounting 预测，2025 全年 800G 预计发货量达 1,800 万至 2,000 万只，该规格已

实现规模化交付，Meta、微软、AWS、谷歌等客户采购需求明确，单个 AI 服务器配比高

达 8个模块，推动需求结构升级，2026 年有望突破 3,500 万只。1.6T 光模块自 2025 年

5 月起批量订单释放，全年预计出货约 180 万只，主要由英伟达 GB200 NVL72 等新一代

AI 服务器平台拉动。 

国内“东数西算+国产大模型”双轮驱动。我国同样加速布局 AI 算力底座。自 2022

年正式启动“东数西算”工程，我国规划了京津冀、长三角、粤港澳大湾区等 8个国家

算力枢纽和 10 个国家数据中心集群，旨在优化算力资源分布，促进西部可再生能源利

用与东部算力需求结合。2024 年，各枢纽节点已陆续启动数据中心项目建设，2025 年

起进入大规模建设期。同时，阿里通义、百度文心、腾讯混元、华为盘古等国产大模型

纷纷推出千亿参数版本，对高性能训练集群提出迫切需求。据中国信通院等机构测算，

到 2027 年，中国 AI 服务器出货量将占全球 30%以上，带动 800G 光模块年需求超 1,000

万只。叠加运营商 5G-A/6G 前传回传网络升级、骨干网相干光通信扩容等场景，国内光

模块总需求将在“十五五”期间保持 15%以上的复合增速。 

技术代际跃迁加速产品更新。当前 400G 仍是主流，但 800G 已在头部云厂商批量部

署。2025～2026 年是 800G 渗透率快速提升的关键窗口期，而 1.6T 有望在 2027 年后成

为 AI 集群标配。 
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三、供给侧：产能扩张与“卡脖子”环节并存 

中国厂商主导全球制造，产能快速爬坡，但上游关键器件面临“卡脖子”困境，供

应链风险倒逼国内厂商加速突破，国产替代加速，但结构性依赖仍存。 

目前，全球光模块产能高度集中于我国。中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技

等企业已跻身全球第一梯队。2024 年以来至 2025 年 10 月，中国光通信设备激光收发模

块出口数量月均超 28 万千克，出口金额月均超 4亿美元，2025 年 10 月单月中国光模块

出口数量达 287,762 千克，较 2023 年同期增长超 150%，显示产能扩张已进入规模化阶

段。头部企业产能快速释放。其中中际旭创 2025 年一季度起 800G 订单需求持续释放，

出货量保持季度环比增长，现有在建工程或不足以匹配明年订单需求，产能仍存在一定

程度的紧张，后续会持续追加投入；华工科技国内产能峰值达每月 100 万只,泰国基地

800G 及以上产品月产能达 15～20 万只，整体产能按订单动态调整；新易盛 2025 年上半

年点对点光模块产量达 710 万只，产能达 1,520 万只/半年，产能利用率超 90%。2025 年

第三季度，英伟达、谷歌等客户开始采购 1.6T 模块，出货量虽仍较小，但已形成明确

订单流，中际旭创、华工科技等企业完成客户认证，进入量产准备阶段。其中 2025 年

第三季度中际旭创重点客户开始部署 1.6T 并持续增加订单，预计未来几个季度 1.6T 光

模块的出货量将延续增长态势，此外 2026～2027 年其他重点客户也将大规模部署 1.6T；

华工科技也在为明年 1.6T 光模块产品的上量做准备。 

图 1  2022 年以来我国光模块当月出口数量和出口金额情况 

  
数据来源：Wind，大公国际整理 

尽管中游模块产能快速提升，但上游关键组件面临“卡脖子”困境，成为制约整体

产能释放的核心瓶颈。其中法拉第旋光片作为光隔离器核心材料，作用是阻断反向光和

保护激光器，光隔离器在 800G 模块中需 8个/模块，1.6T 模块需求更高，但全球 90%法
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拉第旋光片产能由美国 Coherent 与日本 Granopt 垄断，2025 年 Coherent 停止直接销

售，供应量腰斩，而价格大幅调升。光芯片作为光模块的核心器件，在光模块成本中占

比较高，光芯片中高端芯片目前具备量产能力的供应商主要在海外，其中 25GEML 激光

器芯片全球仅 5 家企业可稳定量产，海外厂商占 75%以上份额，50G 及以上速率的 EML

激光器目前仍需进口。CW 光源（连续波激光器）作为硅光模块核心外置光源，由 Lumentum

和 Coherent 垄断，高端国产化率不足 5%，设备交付周期长。供应链风险倒逼国内厂商

加速突破。其中福晶科技法拉第旋光片月产 2,000～5,000 片，2026 年规划达 1 万片；

东田微 2025 年产能达 8,000 万片，已通过英伟达、谷歌认证。源杰科技 25GEML 激光器

芯片 2025 年量产 4,000 万颗 100G PAM4 EML 芯片，2026 年规划扩至 7,000 万颗。源杰

科技量产 70mW CW 芯片，仕佳光子、长光华芯跟进中。虽已突破技术壁垒，但在追求国

产替代以保障供应链安全时，初期可能在性能、一致性和成本上暂处劣势，此外这些关

键组件是典型的“长周期、高投入、高风险”领域，需要持续且巨额的资本投入和顶尖

的交叉学科人才。 

四、竞争格局：从价格战走向技术与生态绑定 

在 AI 驱动的高速迭代浪潮下，光模块行业的竞争逻辑已从以往聚焦成本压缩与交

付效率的同质化价格竞争，转向以核心技术壁垒、产业链垂直整合以及与头部客户的深

度生态协同为关键支柱的高阶竞争格局。 

根据 Lightcounting 统计的 2024 年全球前十大光模块厂商，中国企业占据多席，

包括中际旭创（第一）、新易盛（第三）、华为（第四）、光迅科技（第六）、海信宽带（第

七）、华工正源（第九）。 

表1  全球前十大光模块厂商 

排名 2024年 2023年 2022年 

1 Innolight（中） Innolight（中） 
Innolight&Coherent(tie) 

2 Coherent（美） Coherent（美） 

3 Eoptolink（中） Huawei(HiSilicon)（中） Cisco (Acacia)（美） 

4 Huawei（中） Cisco (Acacia)（美） Huawei(HiSilicon)（中） 

5 Cisco（美） Accelink（中） Accelink（中） 

6 Accelink（中） Hisense（中） Hisense（中） 

7 Hisense（中） Eoptolink（中） Eoptolink（中） 

8 Marvell（美） HGGenuine（中） HGGenuine（中） 

9 HGGenuine（中） Source Photonics（美） Intel（美） 

10 Source Photonics（美） Marvell（美） Source Photonics（美） 

数据来源：根据公开资料整理 

在 AI 驱动的高速迭代周期下，光模块行业的竞争范式正在发生根本性转变，由过

去以成本和交付速度为核心的同质化价格战，全面升级为以技术壁垒构建、垂直整合能



jkfFYosXfNceJKxZ8qlPvzvJiW4XiXL1NdEoThVyoHfW9gR9WkcnKTq0BISqoxgq
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力与头部客户深度生态绑定为核心的高维竞争。 

首先，价格战难以为继，技术代差拉开盈利鸿沟。传统低速率（100G/400G）模块产

品高度标准化，厂商间差异微弱，导致长期陷入“年降+抢单”恶性循环。而 800G 及以

上高速模块对芯片性能、封装精度、热管理及信号完整性提出极致要求，技术门槛陡增。

具备自研 EML/CW 芯片、硅光集成或先进封装能力的企业，不仅能保障稳定交付，更可

凭借良品率优势和定制化方案获取溢价，毛利率显著高于行业均值。技术领先者与追随

者之间已形成难以逾越的“代际护城河”。 

其次，头部客户集中度提升，推动供应链从“交易型”转向“战略型”。全球 AI 算

力基础设施高度集中于北美几大云巨头（如英伟达生态中的 Meta、微软、谷歌、亚马逊），

贡献全球 60%以上的采购需求，其对光模块的需求不仅量大，更强调前瞻性技术协同、

联合定义标准与长期供应安全。因此，客户不再仅比价采购，而是通过早期介入研发、

签订多年保供协议、预付产能定金甚至股权投资等方式，与少数核心供应商建立排他性

合作关系。2025 年第三季度，中际旭创与新易盛合计占据全球 800G 及以上高速光模块

大部分市场份额，其中中际旭创在英伟达 1.6T 供应链中占据主导地位，已成为其算力

架构不可分割的一环。 

最后，生态绑定成为新竞争壁垒。能否进入顶级 AI 硬件生态，已成为衡量光模块

厂商竞争力的核心标尺。这不仅关乎订单规模，更决定其能否获取下一代技术路线（如

1.6T、CPO、LPO）的先发信息、芯片配额与测试验证资源。不具备生态卡位能力的企业，

即便拥有产能，也难以获得高端市场准入资格。在此背景下，行业正加速向“赢家通吃”

格局演进——技术、产能、客户三重优势叠加的头部厂商持续扩大领先优势，而缺乏差

异化能力的中小厂商则被挤出高端赛道。 

五、展望：“十五五”目标下的产业路径 

在“十五五”国家战略规划框架下，光模块产业将从“技术追赶”全面转向“系统

引领”，成为支撑我国新质生产力发展的核心基础设施之一。其发展路径将围绕“算力自

主、技术突破、生态重构、全球主导”四大主线展开，形成以 AI 算力为牵引、以高端制

造为支撑、以国产化闭环为保障的高质量发展体系。 

（一）实现算力自主，保障数字经济与国家信息安全。“十五五”期间，我国将建成

覆盖全国的国家级 AI 算力枢纽，实现“东数西算”工程与智算中心集群的深度协同。

800G/1.6T 光模块将成为数据中心内部互联的绝对主力。“十五五”期间，国家有望将高

速光芯片（如 50G/100G EML、CW 激光器）、先进封装平台（CPO/LPO）、核心材料（法拉

第旋光片、高频基板）等列为重大专项，推动“产学研用金”深度融合，加速国产方案

规模化落地。从根本上消除被“远程锁喉”和数据“后门泄露”的系统性风险，为数字

经济和国家安全筑起可信赖的“计算长城”。 

（二）光模块技术将跃升至系统级架构创新。“十五五”期间，光模块产业的核心
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竞争将从“封装能力”升级为“系统级架构创新能力”。硅光技术凭借 CMOS 兼容工艺带

来的高集成度、低功耗与成本优势，将在“十五五”期间完成从辅助方案到主流架构的

转型。2025 年硅光在 800G 及以上模块中渗透率已达 35%，预计 2027 年将突破 50%，2030

年有望达到 60%以上，成为 1.6T 及 3.2T 模块的绝对主流。共封装光学（CPO）2026 年

开启规模化商用，2028 年成算力中心标配。我国企业在 3.2T 光模块领域实现全球领先

突破，成为“十五五”技术制高点。 

（三）推动光模块产业构建全链协同、龙头牵引、多方联动的国产化创新生态。“十

五五”将推动光模块产业从“单点突破”走向“全链协同”，形成以龙头企业为牵引、上

下游深度绑定的新型产业生态。头部光模块厂商与上游芯片、材料厂商将通过战略投资、

合资研发、长期协议等方式形成利益共同体，构建风险共担、收益共享的国内供应链闭

环。推动光模块厂商与国内电信设备商（华为、中兴）、云计算巨头、高校及科研院所形

成“应用-技术-标准”的创新联合体，共同定义技术路线，加速技术迭代和标准制定。 

（四）实现从“世界工厂”向“全球技术输出者”的跃迁。头部企业将从销售光模

块硬件，升级为向全球客户提供定制化的光互联解决方案，包括设计、仿真、交付与运

维服务。向海外新兴市场或合作伙伴授权芯片设计、封装工艺等技术，或提供高端制造

代工服务，成为全球产业链的“技术赋能者”，而不仅是产品供应商。 
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